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Hochste
Qualititsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fiir

hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir [hre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow @VentecLaminates

venteclaminates.com



INHALT

Robot Valley in Sachsen: Neben der Microelektronik etabliert sich in
Dresden auch die Forschung und Entwicklung zu Robotik-Anwendungen

FORUM
Robot Valley im Silicon Saxony 212
Kolumne: Von Létzinn und Unsinn 221
PLUS-Firmenverzeichnis 225
Im Heft redaktionell erwéhnte Firmen 252
Inserentenindex 253
Mediadaten 254
Impressum 255
Produkt des Monats 256

Titelbild

Die ALBA PCB Group ist eine Unternehmensgruppe mit
hochspezialisierter Technologie fiir Leiterplatten. Durch die
Biindelung unserer Starken und die Ausnutzung starker
Synergien in Kombination mit qualifizierten und motivierten
Mitarbeitern wird hervorragender Service bieten. Eigene
Fertigungsstéatten im Bereich der Spitzentechnologie in
Europa und in Asien erlauben uns groBte Flexibilitét bei
hdchster Qualitét.

Weitere Informationen:
T: +49 (0) 6203 95880-0
E: info@alba-pcb.de

W: www.alba-pcb.de
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